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(54)实用新型名称

一种低高度卡座连接器

(57)摘要

本实用新型属于导电连接技术领域，涉及一

种低高度卡座连接器，包括PCB板、设于所述PCB

板正面的下端子组件和位于所述下端子组件上

方的上端子组件，所述下端子组件具有若干下层

端子和包覆于所述下层端子外的下层塑胶，所述

下层端子具有从所述下层塑胶的下部露出的下

焊脚，所述PCB板的上部具有下凹深度不小于所

述下层塑胶厚度的凹陷区，所述凹陷区的范围内

设有若干与所述下焊脚导电连接的下焊盘。本卡

座连接器通过在PCB板的上方设置凹陷区，使下

端子组件的大部分埋设于凹陷区内，在保证插接

高度不变的情况下，板上高度降低，继而减少了

卡座连接器的总体高度，使卡座连接器更适合厚

度更薄的手机机型。
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1.一种低高度卡座连接器，其特征在于：包括PCB板、设于所述PCB板正面的下端子组件

和位于所述下端子组件上方的上端子组件，所述下端子组件具有若干下层端子和包覆于所

述下层端子外的下层塑胶，所述下层端子具有从所述下层塑胶的下部露出的下焊脚，所述

PCB板的上部具有下凹深度不小于所述下层塑胶厚度的凹陷区，所述凹陷区的范围内设有

若干与所述下焊脚导电连接的下焊盘。

2.根据权利要求1所述的低高度卡座连接器，其特征在于：所述凹陷区的材料厚度为

0.25‑0.4mm。

3.根据权利要求2所述的低高度卡座连接器，其特征在于：所述凹陷区的下凹深度为所

述PCB板厚度的40‑60％。

4.根据权利要求1所述的低高度卡座连接器，其特征在于：所述下层端子具有高出所述

下层塑胶上部的下弹片，所述上端子组件包括若干上层端子和包覆于所述上层端子外的上

层塑胶，所述上层端子具有低出所述上层塑胶下部的若干上弹片和若干上焊脚，所述上弹

片与所述下弹片位置相对，所述PCB板在所述凹陷区的范围外设有与所述上焊脚导电连接

的上焊盘。

5.根据权利要求4所述的低高度卡座连接器，其特征在于：所述上端子组件还包括跨立

于所述凹陷区上方的铁壳，所述铁壳与所述上层塑胶之间形成包覆连接，所述铁壳与所述

PCB板连接且连接位置位于所述凹陷区的范围外。
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一种低高度卡座连接器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及导电连接技术领域，特别涉及一种低高度卡座连接器。

背景技术

[0002] 卡座连接器是指设置在手机当中，与卡座配合安装SIM卡的导电连接部件。卡座连

接器一般由PCB板、下端子组件和上端子组件组成，下端子组件和上端子组件之间是SIM卡

插入的空间，下端子组件和上端子组件各自都是由端子埋入成型于层塑胶中形成的，两面

的端子与PCB板上的不同的焊盘形成导电连接，用来与SIM卡上的电路进行信息交换。

[0003] 市面上很多卡座连接器中，下端子组件是设置于PCB板的上表面的，比如中国专利

CN  217444747U披露的一种SIM卡座连接器，那么手机在安装SIM卡的部位厚度要不小于手

机的两面壁厚、PCB板的厚度、下端子组件的厚度、SIM卡的厚度和上端子组件的厚度之和。

对于一些手机来说，减少厚度能够满足追求手机轻薄化的客户需求。

[0004] 因此有必要卡座连接器结构来解决以上问题。

发明内容

[0005] 本实用新型的主要目的在于提供一种低高度卡座连接器，能够降低卡座连接器的

总高度，使其适用于更薄的手机机型。

[0006] 本实用新型通过如下技术方案实现上述目的：一种低高度卡座连接器，包括PCB

板、设于所述PCB板正面的下端子组件和位于所述下端子组件上方的上端子组件，所述下端

子组件具有若干下层端子和包覆于所述下层端子外的下层塑胶，所述下层端子具有从所述

下层塑胶的下部露出的下焊脚，所述PCB板的上部具有下凹深度不小于所述下层塑胶厚度

的凹陷区，所述凹陷区的范围内设有若干与所述下焊脚导电连接的下焊盘。

[0007] 具体的，所述凹陷区的材料厚度为0.25‑0.4mm。

[0008] 进一步的，所述凹陷区的下凹深度为所述PCB板厚度的40‑60％。

[0009] 具体的，所述下层端子具有高出所述下层塑胶上部的下弹片，所述上端子组件包

括若干上层端子和包覆于所述上层端子外的上层塑胶，所述上层端子具有低出所述上层塑

胶下部的若干上弹片和若干上焊脚，所述上弹片与所述下弹片位置相对，所述PCB板在所述

凹陷区的范围外设有与所述上焊脚导电连接的上焊盘。

[0010] 进一步的，所述上端子组件还包括跨立于所述凹陷区上方的铁壳，所述铁壳与所

述上层塑胶之间形成包覆连接，所述铁壳与所述PCB板连接且连接位置位于所述凹陷区的

范围外。

[0011] 本实用新型技术方案的有益效果是：

[0012] 本卡座连接器通过在PCB板的上方设置凹陷区，使下端子组件的大部分埋设于凹

陷区内，在保证插接高度不变的情况下，板上高度降低，继而减少了卡座连接器的总体高

度，使卡座连接器更适合厚度更薄的手机机型。
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附图说明

[0013] 图1为实施例卡座连接器的立体图；

[0014] 图2为上端子组件的立体图；

[0015] 图3为PCB板的立体图；

[0016] 图4为下端子组件的立体图；

[0017] 图5为卡座连接器的剖面示意图。

[0018] 图中数字表示：

[0019] 1‑PCB板，11‑凹陷区，12‑下焊盘，13‑上焊盘；

[0020] 2‑下端子组件，21‑下层端子，211‑下焊脚，212‑下弹片，22‑下层塑胶；

[0021] 3‑上端子组件，31‑上层端子，311‑上焊脚，312‑上弹片，32‑上层塑胶，33‑铁壳。

具体实施方式

[0022] 下面结合具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0023] 实施例：

[0024] 如图1至图3所示，本实用新型的一种低高度卡座连接器，包括PCB板1、设于PCB板1

正面的下端子组件2和位于下端子组件2上方的上端子组件3，下端子组件2具有若干下层端

子21和包覆于下层端子21外的下层塑胶22，下层端子21具有从下层塑胶22的下部露出的下

焊脚211，PCB板1的上部具有下凹深度不小于下层塑胶22厚度的凹陷区11，凹陷区11的范围

内设有若干与下焊脚211导电连接的下焊盘12。下层端子21一般为3×2排布的六个。本卡座

连接器通过在PCB板1的上方设置凹陷区11，使下端子组件2的大部分埋设于凹陷区11内，在

保证插接高度不变的情况下，板上高度降低，继而减少了卡座连接器的总体高度，使卡座连

接器更适合厚度更薄的手机机型。

[0025] 凹陷区11的材料厚度为0.25‑0.4mm。因为下焊盘12是设置在凹陷区11内的，这代

表凹陷区11下方的材料要有空间设置连接到下焊盘12的铜线，因此凹陷区11的下方材料不

能太薄，否则在SIM卡的反作用力下凹陷区11强度不够容易断裂而引发断路问题。

[0026] 如图5所示，凹陷区11的下凹深度为PCB板1厚度的40‑60％。凹陷区11深度太大会

引起强度不足问题，深度太小又不一定能容纳下层塑胶22，所以需要处于合适的厚度比例

范围。

[0027] 如图2、图3和图5所示，下层端子21具有高出下层塑胶22上部的下弹片212，上端子

组件3包括上层端子31和包覆于若干上层端子31外的上层塑胶32，上层端子31具有低出上

层塑胶32下部的若干上弹片312和若干上焊脚311，上弹片312与下弹片212位置相对，PCB板

1在凹陷区11的范围外设有与上焊脚311导电连接的上焊盘13。上层端子31和PCB板1的导电

连接与下层端子21和PCB板1的导电连接原理相同，只是位置有区别。上弹片312和下弹片

212都具有弹性，在SIM卡插入之后会因弹性形变而产生相对的夹紧力，并且保证导电连接。

[0028] 如图4和图5所示，上端子组件3还包括跨立于凹陷区11上方的铁壳33，铁壳33与上

层塑胶32之间形成包覆连接，铁壳33与PCB板1连接且连接位置位于凹陷区11的范围外。铁

壳33一般为金属冲压折弯件，所以在埋入成型时，铁壳33与上层端子31可以同时被上层塑

胶32包覆连接，制造更快，整体结构更稳定。显然凹陷区11的范围外的PCB板1部分的厚度比

凹陷区11范围内厚，这里用来与铁壳33进行连接，连接稳定性更加可靠。
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[0029] 以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说，

在不脱离本实用新型创造构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用

新型的保护范围。
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图3

图4
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图5
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